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(57)【要約】
【課題】バリの発生量を抑制しつつ、高結晶化度の成形
品を得ることが可能であり、生産性に優れる射出成形品
の製造方法を提供する。
【解決手段】金型内表面に、多孔質ジルコニアから構成
される断熱層が形成された金型を用い、１００℃以下の
金型温度で、ポリアリーレンサルファイド系樹脂組成物
を射出成形する。断熱層は、溶射法で形成されたもので
あることが好ましい。また、断熱層の好ましい熱伝導率
は、２Ｗ／ｍ・Ｋ以下である。また、断熱層の好ましい
厚みは２００μｍ以上である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金型内表面に、多孔質ジルコニアから構成される断熱層が形成された金型を用い、１０
０℃以下の金型温度で、ポリアリーレンサルファイド系樹脂組成物を射出成形する射出成
形品の製造方法。
【請求項２】
　前記断熱層は、熱伝導率が２Ｗ／ｍ・Ｋ以下である請求項１に記載の射出成形品の製造
方法。
【請求項３】
　前記断熱層は、溶射法で形成された請求項１又は２に記載の射出成形品の製造方法。
【請求項４】
　前記断熱層は、厚みが２００μｍ以上である請求項１から３のいずれかに記載の射出成
形品の製造方法。
【請求項５】
　前記ポリアリーレンサルファイド系樹脂組成物がポリフェニレンサルファイド樹脂を含
む請求項１から４のいずれかに記載の射出成形品の製造方法。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれかに記載の方法で得られた射出成形品であって、
　断熱層を有さない金型を用い、ポリアリーレンサルファイド系樹脂組成物を金型温度が
１４０℃の条件で射出成形してなる成形品の、Ｘ線回折法により測定された結晶化度を１
００とした場合に、
　Ｘ線回折法により測定された結晶化度が９５以上である射出成形品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ポリアリーレンサルファイド系樹脂組成物を射出成形してなる射出成形品の
製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ポリフェニレンサルファイド（以下ＰＰＳと略す）樹脂に代表されるポリアリーレンサ
ルファイド（以下ＰＡＳと略す）樹脂は、高い耐熱性、機械的物性、耐化学薬品性、寸法
安定性、難燃性を有している。このため、ＰＡＳ樹脂は、電気・電子機器部品材料、自動
車機器部品材料、化学機器部品材料等に広く使用され、特に使用環境温度の高い用途に使
用されている。
【０００３】
　しかしながら、ＰＡＳ樹脂は、結晶化速度が遅く、またガラス転移温度が高いことから
、成形品表面の結晶化度が高まりにくく、局部的に不均一な結晶構造となりやすい。この
ため、ＰＡＳ樹脂を含む成形品表面は外観的にも構造的にもムラを生じやすい。
【０００４】
　そして、成形品表面の結晶化度が高まらない場合、表面硬度が上がらず金型からの突き
出しが困難になる問題や、後収縮が大きくなるため、成形品の使用環境によっては表面荒
れや寸法変化・反り等の問題が起きる。
【０００５】
　成形品表面の結晶化度を高める方法として、金型温度の条件を１４０℃以上にする方法
が知られている。しかし、金型温度を高くすると、金型合わせ面に発生するバリの量が多
くなり問題となる。
【０００６】
　さらに、１００℃を超える金型温度に設定すると、オイルによる温度調節を行なわなけ
ればならない。オイルによる温度調節は、水による温度調節と比較して煩雑である。
【０００７】
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　その他の解決方法として、各種結晶化促進剤・可塑剤をＰＡＳ樹脂と組み合わせて使用
する方法が知られている。例えば、オリゴマー状エステルをＰＡＳ樹脂に添加する方法（
特許文献１）、チオエーテルをＰＡＳ樹脂に添加する方法（特許文献２）、カルボン酸エ
ステルをＰＡＳ樹脂に添加する方法（特許文献３）、特定の燐酸エステルをＰＡＳ樹脂に
添加する方法（特許文献４、５等）等が知られている。特に特許文献４、５等に記載の方
法は、効果が高いとされている。
【０００８】
　上記のような添加剤を配合する方法でも、金型温度は一般的に１００℃を超える条件に
設定する。また、効果が高いとされている特許文献４に記載の方法は、高温溶融時の熱安
定性が充分とはいえないという問題も有する。また、特許文献５に記載の方法は、高温溶
融時の熱安定性に優れるものの、成形品を高温（例えば１８０℃）状況下に暴露しつづけ
ることにより、燐酸エステルのブリードアウトを生じる等の問題を有する。
【０００９】
　また、ＰＡＳ樹脂を含む成形品の表面、物性、難燃性を改善する手法として、ポリフェ
ニレンエーテル樹脂（ポリフェニレンオキシド樹脂）と特定の燐系化合物とをＰＡＳ樹脂
に添加する方法も知られている（特許文献６等）。しかし、この特許文献６に記載の方法
を採用したとしても、金型温度の条件は１００℃以上に設定する必要がある。また、先に
挙げた燐酸エステルを添加する方法の場合と同様に、成形溶融時のガスの発生、成形表面
の荒れ、又は成形品の機械物性の低下等の問題を有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開昭６２－４５６５４号公報
【特許文献２】特開昭６２－２３０８４９号公報
【特許文献３】特開昭６２－２３０８４８号公報
【特許文献４】特開平０１－２２５６６０号公報
【特許文献５】特開２００３－３３５９４５号公報
【特許文献６】特開平０７－１４５３１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　以上述べたように、ＰＡＳ樹脂に添加剤を配合する方法を採用したとしても、金型温度
の条件を１００℃以上に設定しなければならず、バリの発生量を抑制しつつ、高結晶化度
の成形品を安定して得ることはできない。
【００１２】
　上述の通り、バリの発生量を抑制するためには金型温度を低くする必要がある一方で、
高結晶化度の成形品を安定して得るためには金型温度を高い条件に設定する必要がある。
このため、バリの発生量を抑制しつつ、高結晶化度の成形品を得ることは極めて困難であ
ると考えられている。
【００１３】
　さらに、射出成形品の製造においては、射出成形品の製造コストを抑えるために、射出
成形を連続して長時間行うことが求められる。
【００１４】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであり、その目的は、バリの発生
量を抑制しつつ、高結晶化度の成形品を得ることが可能であり、生産性に優れる射出成形
品の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究を重ねた。その結果、金型内表面に
、多孔質ジルコニアから構成される断熱層が形成された金型を用い、１００℃以下の金型
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温度で、ポリアリーレンサルファイド系樹脂組成物を射出成形することで、上記課題が解
決されることを見出し、本発明を完成するに至った。より具体的には本発明は以下のもの
を提供する。
【００１６】
　（１）　金型内表面に、多孔質ジルコニアから構成される断熱層が形成された金型を用
い、１００℃以下の金型温度で、ポリアリーレンサルファイド系樹脂組成物を射出成形す
る射出成形品の製造方法。
【００１７】
　（２）　前記断熱層は、熱伝導率が２Ｗ／ｍ・Ｋ以下である（１）に記載の射出成形品
の製造方法。
【００１８】
　（３）　前記断熱層は、溶射法で形成された（１）又は（２）に記載の射出成形品の製
造方法。
【００１９】
　（４）　前記断熱層は、厚みが２００μｍ以上である（１）から（３）のいずれかに記
載の射出成形品の製造方法。
【００２０】
　（５）　前記ポリアリーレンサルファイド系樹脂組成物がポリフェニレンサルファイド
樹脂を含む（１）から（４）のいずれかに記載の射出成形品の製造方法。
【００２１】
　（６）　（１）から（５）のいずれかに記載の製造方法で得られた射出成形品であって
、ポリアリーレンサルファイド系樹脂組成物を、断熱層を有さない金型を用い、金型温度
が１４０℃の条件で射出成形してなる成形品の、Ｘ線回折法により測定された結晶化度を
１００とした場合に、Ｘ線回折法により測定された結晶化度が９５以上である射出成形品
。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、射出成形の際に用いる金型として、金型の内表面に多孔質ジルコニア
から構成される断熱層が形成された金型を用いる。その結果、金型温度が１００℃以下の
条件であっても、高結晶化度の成形品を得ることができる。
【００２３】
　本発明によれば、金型温度を１００℃以下に設定することができる。このため、金型の
温調を水で行なうことができる。さらに、従来よりも金型温度の条件が低いため、バリの
発生量を大幅に抑えることができる。
【００２４】
　特に、本発明において、金型の内表面に形成される断熱層は、多孔質ジルコニアから構
成される。ジルコニアは圧縮応力の作用に対して優れた耐久性を備える。このため、射出
成形時に断熱層にかかる圧力により断熱層に変形等の不具合が生じることを抑えることが
できる。この結果、断熱層の不具合により成形を中断する回数が大幅に抑えられる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は、本願発明の射出成形品の製造方法で用いる金型の断面図である。（ａ）
は、型締めされた一対の分割金型に断熱層が形成された状態を示す断面図である。（ｂ）
は、断熱層が形成されたキャビティに溶融状態のＰＡＳ系樹脂組成物が流れ込んだ状態を
示す断面図である。（ｃ）は、断熱層が形成されたキャビティに溶融状態のＰＡＳ系樹脂
組成物が流れ込んだ状態での分割金型合わせ面部分の拡大断面図である。
【図２】図２は、従来技術の射出成形品の製造方法で用いる金型の断面図である。（ａ）
は、一対の分割金型が型締めされた状態を示す断面図である。（ｂ）は、断熱層が形成さ
れていないキャビティに溶融状態のＰＡＳ系樹脂組成物が流れ込んだ状態を示す断面図で
ある。（ｃ）は、断熱層が形成されていないキャビティに溶融状態のＰＡＳ系樹脂組成物
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が流れ込んだ状態での分割金型合わせ面部分の拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施形態について詳細に説明する。本発明は以下に記載される発明に限
定されない。
【００２７】
　本願発明は、金型内表面に、多孔質ジルコニアから構成される断熱層が形成された金型
を用い、１００℃以下の金型温度で射出成形する射出成形品の製造方法である。
【００２８】
＜ポリアリーレンサルファイド系樹脂組成物＞
　本発明は、結晶化度が遅い等の特徴を有するＰＡＳ樹脂を含む樹脂組成物を、射出成形
品の原料として用いる場合に生じる特有の課題を解決する発明である。成形材料となる樹
脂組成物中に含まれるＰＡＳ樹脂としては、特に限定されず、例えば、以下のようなＰＡ
Ｓ樹脂を挙げることができる。
【００２９】
［ＰＡＳ樹脂］
　樹脂組成物に含まれるポリアリーレンサルファイド樹脂は、繰り返し単位として、－（
Ａｒ－Ｓ）－（Ａｒはアリーレン基）を主として構成されたものである。本発明では一般
的に知られている分子構造のＰＡＳ樹脂を使用することができる。
【００３０】
　アリーレン基は特に限定されないが、例えばｐ－フェニレン基、ｍ－フェニレン基、ｏ
－フェニレン基、置換フェニレン基、ｐ，ｐ’－ジフェニレンスルフォン基、ｐ，ｐ’－
ビフェニレン基、ｐ，ｐ’－ジフェニレンエーテル基、ｐ，ｐ’－ジフェニレンカルボニ
ル基、ナフタレン基等が挙げられる。上記アリーレン基から構成されるアリーレンサルフ
ァイド基の中で、同一の繰り返し単位を用いたホモポリマーの他、用途によっては異種の
アリーレンサルファイド基の繰り返しを含んだポリマーが好ましい。
【００３１】
　用途にもよるが、ホモポリマーとしては、アリーレン基としてｐ－フェニレンサルファ
イド基を繰り返し単位とするものが好ましい。ｐ－フェニレンサルファイド基を繰り返し
単位とするホモポリマーは極めて高い耐熱性を持ち、広範な温度領域で高強度、高剛性、
さらに高い寸法安定性を示すからである。このようなホモポリマーを用いることで非常に
優れた物性を備える成形品を得ることができる。
【００３２】
　コポリマーとしては、上記のアリーレン基を含むアリーレンサルファイド基の中で相異
なる２種以上のアリーレンサルファイド基の組み合わせが使用できる。これらの中では、
ｐ－フェニレンサルファイド基とｍ－フェニレンサルファイド基を含む組み合わせが、耐
熱性、成形性、機械的特性等の高い物性を備える成形品を得るという観点から好ましい。
ｐ－フェニレンサルファイド基を７０ｍｏｌ％以上含むポリマーがより好ましく、８０ｍ
ｏｌ％以上含むポリマーがさらに好ましい。
【００３３】
　上記のようなｐ－フェニレンサルファイド基、ｍ－フェニレンサルファイド基を繰り返
し単位として有するＰＡＳ樹脂は、特に、成形品の結晶化度の向上等が求められている材
料である。本願発明の射出成形品の製造方法を用いることで、成形品の高結晶化度を実現
できる。また、本願発明の射出成形品の製造方法は、作業性、生産性の問題も無い。なお
、フェニレンサルファイド基を有するＰＡＳ樹脂はＰＰＳ（ポリフェニレンサルファイド
）樹脂である。
【００３４】
［その他の成分］
　本発明で用いるＰＡＳ系樹脂組成物は、本発明の効果を害さない範囲で他の樹脂を含ん
でもよい。また、成形品に所望の特性を付与するために、核剤、カーボンブラック、無機
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焼成顔料等の顔料、酸化防止剤、安定剤、可塑剤、滑剤、離型剤及び難燃剤等の添加剤を
添加して、所望の特性を付与した組成物も本発明で用いるＰＡＳ系樹脂組成物に含まれる
。
【００３５】
［ＰＡＳ系樹脂組成物の物性］
　本発明の特徴の一つは、金型合わせ面に入り込んだ溶融樹脂が直ちに固まるためにバリ
の発生量が少なくなることである。用途によって樹脂組成物に含まれる成分が異なるため
、ＰＡＳ系樹脂組成物の溶融粘度は用途によって様々であるが、本願発明の製法を用いれ
ば、ＰＡＳ系樹脂組成物の溶融粘度が３００Ｐａ・ｓ以下であっても、充分にバリの発生
を抑えることができる。なお、溶融粘度の測定はＩＳＯ１１４４３に準拠して行い得られ
た値を採用するものとする。具体的には、キャピラリーとして１ｍｍφ×２０ｍｍＬのフ
ラットダイを使用し、バレル温度３１０℃、せん断速度１０００ｓｅｃ－１の条件で測定
した値を採用する。
【００３６】
＜射出成形品の製造方法＞
　本発明の射出成形品の製造方法は、金型内表面に、多孔質ジルコニアから構成される断
熱層が形成された金型を用いることが特徴である。そこで、先ず、本発明の射出成形品の
製造方法に用いる金型について説明する。
【００３７】
［金型］
　本発明の射出成形品を製造する方法においては、金型の内表面（金型の内側の表面）に
、多孔質ジルコニアから構成される断熱層が形成された金型を用いる。金型の内側の表面
に形成された断熱層は、金型内に流れ込んだ溶融樹脂組成物の持つ熱が金型外に放出され
るのを抑える。その結果、金型内に流れ込んだＰＡＳ系樹脂組成物は、金型表面付近で固
まり難くなるため、金型温度が低い条件であっても、結晶化が進まないまま固化すること
が抑えられ、結晶化度の高い射出成形品を得ることができる。
【００３８】
　断熱層は、多孔質ジルコニアから構成される。多孔質であることにより、熱伝導率を低
くすることができるため、多孔質ジルコニアは断熱層として好適に使用できる。多孔質と
は、内部に多数の気泡があることを指すが、この内部の気泡は空気等のガスで満たされて
いる。
【００３９】
　気泡の構造は、多孔質ジルコニアの熱伝導率、成形品への圧縮応力の作用に対する耐久
性、成形品の表面平滑性に影響を与える。例えば、気泡が一部に偏って存在している場合
、気泡が少ない部分は熱伝導率が高くなってしまい、断熱層として好適に使用できない可
能性がある。また、気泡が一部に偏って存在すると、熱伝導率が高い部分と低い部分が断
熱層に存在する結果、成形品表面の結晶化度を均等に高めることができない。また、例え
ば、大きな気泡が断熱層に含まれる場合、その大きな気泡の付近は、局所的に機械的強度
が低下し、圧縮応力の作用に対する耐久性が低下する可能性がある。また、気泡がジルコ
ニア層の表面に多く存在する場合、成形品の表面に転写され成形品の表面平滑性が劣る問
題が発生する。
【００４０】
　以上より、断熱層の気泡の大きさは、断熱層内部でほぼ一定であり、断熱層内部の気泡
のほとんどが小さな気泡であることが好ましい。そして、断熱層の密度が高くなることは
断熱層中の気泡が少なくなることを意味し、断熱層の密度が低くなることは断熱層中の気
泡が多くなることを意味する。したがって、断熱層の密度が低くなると熱伝導率が低くな
り、断熱層の密度が高くなると断熱層の熱伝導率が高くなる傾向にある。つまり、断熱層
の密度を調整することで、断熱層の熱伝導率を調整することが可能である。そのため、成
形品の表面平滑性を向上させる目的で成形品と接するジルコニア層の表面は気泡の少ない
密度の高い層、内部には断熱を目的とした密度の低い層で構成された多層構造を形成する
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ことにより、表面平滑性と断熱を両立することが可能となる。また、表面平滑性を向上さ
せることができれば、密度の高い層を形成する以外の方法を採用してもよい。なお、上記
の多層構造は、密度が段階的に変化する構造、密度が連続的に変化する構造の双方を含む
。
【００４１】
　断熱層の熱伝導率をどの程度に調整するかは、成形品の用途、ＰＡＳ系樹脂の種類等に
応じて適宜調整可能である。本発明においては、２Ｗ／ｍ・Ｋ以下であることが好ましく
、より好ましくは０．３Ｗ／ｍ・Ｋ以上２Ｗ／ｍ・Ｋ以下である。熱伝導率が２Ｗ／ｍ・
Ｋ以下であれば、１００℃以下の金型温度で射出成形品を成形しても、結晶化度の高い射
出成形品が得られやすい傾向にあるため好ましい。熱伝導率が０．３Ｗ／ｍ・Ｋ以上であ
れば、断熱層内の気泡が多くなり過ぎることによる断熱層の強度の低下によって、射出成
形品の生産性を大きく低下させることがほとんど無いため好ましい。特に、断熱層の熱伝
導率が０．７Ｗ／ｍ・Ｋ以上であれば、断熱層内の気泡が多くなり過ぎることによる断熱
層の強度の低下を非常に小さい範囲に抑えられる傾向にあるため好ましい。なお、上記熱
伝導率は実施例に記載の測定方法で得られた値を採用する。
【００４２】
　断熱層を形成するための原料に含まれるジルコニアは、特に限定されず、安定化ジルコ
ニア、部分安定化ジルコニア、未安定化ジルコニアのいずれでもよい。安定化ジルコニア
とは、立方晶ジルコニアが室温でも安定化されているものであり、強度及び靱性等の機械
的特性や耐磨耗性に優れている。また、部分安定化ジルコニアとは、正方晶ジルコニアが
室温でも一部残存した状態を指し、外部応力を受けると正方晶から単斜晶へのマルテンサ
イト変態が生じ、特に引張応力の作用によって進展する亀裂の成長を抑制し、高い破壊靭
性を持つ。また、未安定化ジルコニアとは安定化剤で安定化されていないジルコニアを指
す。なお、安定化ジルコニア、部分安定化ジルコニア、及び未安定化ジルコニアから選択
される少なくとも２種以上を組み合わせて使用してもよい。
【００４３】
　安定化ジルコニア、部分安定化ジルコニアに含まれる安定化剤としては、従来公知の一
般的なものを採用することができる。例えば、イットリア，セリア，マグネシア等が挙げ
られる。安定化剤の使用量も特に限定されず、その使用量は、用途、使用材料等に応じて
適宜設定できる。
【００４４】
　断熱層を形成するための原料は、本発明の効果を害さない範囲で、上記のジルコニア、
安定化剤以外に従来公知の添加剤等をさらに含んでもよい。
【００４５】
　上記の原料を用いて断熱層を形成する方法は特に限定されないが、溶射法を採用するこ
とが好ましい。溶射法を採用することで、多孔質ジルコニアの熱伝導率は所望の範囲に調
整されやすくなる。また、多孔質ジルコニアの内部に気泡が形成され過ぎることにより断
熱層の機械的強度が大幅に低下する等の問題も生じない。このように溶射により断熱層を
形成することで、断熱層の構造は本発明の用途に適したものになる。
【００４６】
　溶射による断熱層の形成は、例えば以下のようにして行なうことができる。先ず、原料
を溶融させて液体とする。この液体を加速させキャビティの内表面に衝突させる。最後に
、キャビティの内表面に衝突し付着した原料を固化させる。このようにすることで、非常
に薄い断熱層が金型の内表面に形成される。この非常に薄い断熱層上にさらに溶融した原
料を衝突させ固化させることで、断熱層の厚みを調整することができる。なお、原料を固
化させる方法は、従来公知の冷却手段を用いてもよいし、単に放置することで固化させて
もよい。なお、溶射方法は特に限定されず、アーク溶射、プラズマ溶射、フレーム溶射等
の従来公知の方法から好ましい方法を適宜選択することができる。
【００４７】
　上記の多層構造を有する断熱層は、断熱層の製造条件を調整することで製造することが
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できる。例えば、溶射法により断熱層を形成する場合には、溶融させた原料を金型内表面
に付着させる条件等を調整することで製造できる。
【００４８】
　断熱層の厚みは特に限定されないが２００μｍ以上であることが好ましく、より好まし
くは５００μｍ以上１０００μｍ以下である。５００μｍ以上であれば、ジルコニア断熱
層の強度が高くなるという理由で好ましい。また、断熱層の厚みが１０００μｍ以下であ
れば、成形サイクルが長くならないという理由で好ましい。
【００４９】
　上記のような多孔質ジルコニアから構成される断熱層は、主としてジルコニアから構成
されるため、射出成形時に断熱層にかかる圧力に対する耐久性が高い。したがって、上記
圧力が原因として発生する断熱層の不具合が生じにくくなる。このため、射出成形の途中
で成形を中断する回数が減り、射出成形品の生産性が高まる。
【００５０】
　また、上記の成形品の結晶化度を高める効果、バリの発生量を抑える効果について図を
用いて簡単に説明する。図１は、本発明の射出成形品の製造方法で用いる金型を示す模式
図であり、図２は従来の射出成形品の製造方法で用いる金型を示す模式図である。
【００５１】
　図１（ａ）には、型締めされた一対の分割金型に断熱層が形成された状態を示す。図１
（ａ）に示すように、金型１は、分割金型１０、１１からなる。また、図１（ａ）に示す
ように、型締めされた一対の分割金型１０、１１は、キャビティ１２、分割金型合わせ面
１３、１４を備える。
【００５２】
　「金型内表面」とは、キャビティ１２の壁面のことを指す。図１（ａ）において、断熱
層２は、キャビティ１２の壁面全体に形成されているが、本発明の効果が得られるのであ
れば、壁面の一部に形成してもよい。本発明の射出成形品の製造方法においては、少なく
とも、得られる成形品において高結晶化度が要求される部分と接する金型内表面部分の全
てに上記断熱層２を形成することが必要であり、金型内表面全てに断熱層を形成すること
が好ましい。なお、図１、２に示す通り、図２に示す金型は、断熱層２が形成されていな
い点以外は図１に示す金型と同じである。
【００５３】
　図１（ｂ）には、金型温度が１００℃以下の条件で、溶融状態のＰＡＳ系樹脂組成物３
がキャビティ１２内に流れ込んだ状態を示す。本発明の製造方法によれば、キャビティ１
２の壁面に断熱層２が形成されているため、溶融状態のＰＡＳ系樹脂組成物の有する熱が
金型外に放出されにくくなる。その結果、キャビティ１２の壁面付近のＰＡＳ系樹脂組成
物が冷却されにくくなり、樹脂組成物中のＰＡＳ樹脂の結晶化が進む。
【００５４】
　図２（ｂ）には、金型温度が１００℃以下の条件で、断熱層が形成されていないキャビ
ティ１２内に溶融状態のＰＡＳ系樹脂組成物が流れ込んだ状態を示す。従来の製法で用い
る金型のキャビティ１２には断熱層が形成されていない。このため、金型温度が１００℃
以下の条件では、溶融状態のＰＡＳ系樹脂組成物の有する熱は金型外に放出されやすく、
キャビティ１２の壁面付近のＰＡＳ系樹脂組成物が急冷されてしまう。結晶化速度の遅い
ＰＡＳ樹脂は、結晶化が充分に進む前に固まってしまい高結晶化度の成形品を得ることが
できない。
【００５５】
　図１（ｃ）には、金型温度が１００℃以下の条件で、溶融状態のＰＡＳ系樹脂組成物３
がキャビティ１２内に流れ込んだ状態における分割金型合わせ面１３付近の拡大断面図が
示されている。図１（ｃ）に示すように、合わせ面には断熱層２は形成されない。そして
、本願発明の射出成形品の製造方法においては、金型温度を１００℃以下に設定する。そ
の結果、分割金型合わせ面１３、１４に流れ込んだ溶融状態のＰＡＳ系樹脂組成物３は、
直ちに固まる。したがって、本発明によれば、バリの発生量を大幅に抑えることができる
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。
【００５６】
　図２（ｃ）には、金型温度が１４０℃を超える条件で、断熱層が形成されていないキャ
ビティ１２内に溶融状態のＰＡＳ系樹脂組成物３が流れ込んだ状態における分割金型合わ
せ面１３付近の拡大断面図が示されている。結晶化度を高める目的で、金型温度を１４０
℃以上の高い温度に設定して射出成形が行われるが、金型温度が高くなると、分割金型合
わせ面１３、１４に入り込んだＰＡＳ系樹脂組成物も固まるのが遅くなる。その結果、従
来の製造方法によれば、バリの発生量が多くなってしまう。
【００５７】
　上記の通り、本発明の製造方法を用いれば、金型温度を１００℃以下の温度に設定して
も、高結晶化度の射出成形品を得ることができる。金型温度が１００℃以下の条件であれ
ば、金型の温度調節を水で行うことができる。このため、本発明の射出成形品の製造方法
を用いることで、高結晶化度の成形品を容易に得ることができる。特に、本発明において
は、金型温度が６０℃以上１００℃以下であることが好ましい。成形品の結晶化度を充分
高めつつ、バリの発生量を大幅に抑えることができるからである。
【００５８】
　金型温度以外の成形条件については、使用する材料、射出成形品の形状によって適宜好
ましい条件を設定することができる。
【００５９】
＜射出成形品＞
　上記の通り、本願発明の製造方法を用いて作製したＰＡＳ樹脂を含む射出成形品は、結
晶化度が充分に高められている。本発明において、「高結晶化度」とは、金型温度の条件
を１００℃以下に設定しているにもかかわらず、金型温度を１４０℃の条件に設定して断
熱層を形成していない金型を用いて作製した成形品と比較して、結晶化度が同程度以上で
あることを指す。
【００６０】
　即ち、ポリアリーレンサルファイド系樹脂組成物を、断熱層が形成されていない金型を
用い、金型温度が１４０℃の条件で射出成形してなる成形品の、Ｘ線回折法により測定さ
れた結晶化度を１００とした場合、本発明の製造方法で得られた射出成形品の、Ｘ線回折
法により測定された結晶化度（相対結晶化度）は９５以上である。ここで、「断熱層を形
成していない金型」とは、具体的には積層物が全く形成されていない金型を用いればよく
、その金型を用いて射出成形品を製造し、その射出成形品の結晶化度を導出して１００と
すればよい。
【実施例】
【００６１】
　以下に、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に
よって限定されるものではない。
【００６２】
＜材料＞
　ＰＡＳ樹脂組成物：ポリフェニレンサルファイド樹脂組成物（「フォートロン１１４０
Ａ６４」、ポリプラスチックス社製）、ＩＳＯ１１４４３に準拠して測定した溶融粘度２
３０Ｐａ・Ｓ
　断熱層の原料：ジルコニア
　金型：幅４０ｍｍ×長さ４０ｍｍ×厚さ１ｍｍの平板成形用金型（分割金型）
【００６３】
＜断熱層の形成＞
　主としてジルコニアから構成される原料を、溶射法にて上記金型の内表面に溶射した。
断熱層の表面は密度が高くなるように調整し、多層構造の断熱層を金型内表面に形成した
。断熱層の厚みが表１に記載の厚み５００μｍになるまで溶射を続けた。このようにして
、実施例１の製造方法で用いる金型１が得られた。なお、実施例２～５で用いる金型２～



(10) JP 2012-187728 A 2012.10.4

10

20

30

40

50

金型３も同様にして作製した。なお、金型の合わせ面には断熱層を形成していない。
【００６４】
＜断熱層の熱伝導率の算出方法＞
　断熱層の熱伝導率はレーザーフラッシュ法にて熱拡散率、ＤＳＣにて比熱、水中置換法
（ＪＩＳ　Ｚ８８０７固体比重測定方法に準拠）にて比重を測定し、［熱伝導率］＝［熱
拡散率×比熱×比重］により算出した。熱伝導率の値は表１に示した。なお、多層構造の
断熱層の熱伝導率（λ）は密度の低い層と高い層のそれぞれの熱伝導率を求め、密度の低
い層の熱伝導率（λｌ）、密度の高い層の熱伝導率（λｈ）、断熱層全体の厚さに対する
密度の低い層の厚さ割合（ｔ）とした場合、［１／λ］＝［ｔ／λｌ］＋［（１－ｔ）／
λｈ］の式を用い計算により求めた。
【００６５】
＜実施例１＞
　成形用材料としてＰＡＳ樹脂組成物を用い、金型１を用い下記の成形条件１で射出成形
品を製造した。
［成形条件１］
　スクリュー回転数：１００ｒｐｍ
　射出速度：１００ｍｍ／ｓｅｃ
　金型温度：１００℃
【００６６】
＜実施例２＞
　断熱層の厚みを２５０μｍに変更した金型２を用いた以外は実施例１と同様の成形条件
１で射出成形品を作製した。
【００６７】
＜実施例３＞
　断熱層の厚みを１０００μｍに変更した金型３を用いた以外は、実施例１と同様の成形
条件１で射出成形品を作製した。
【００６８】
＜実施例４＞
　成形条件１を成形条件２に変更した以外は、実施例２と同様の方法で、射出成形品を作
製した。
［成形条件２］
　金型温度を８０℃に変更した以外は成形条件１と同様の条件
【００６９】
＜実施例５＞
　成形条件１を成形条件２に変更した以外は、実施例３と同様の方法で、射出成形品を作
製した。
【００７０】
＜比較例１＞
　断熱層を設けていない金型４を用いた以外は、実施例１と同様の方法で、射出成形品を
作製した。
【００７１】
＜比較例２＞
　成形条件１を成形条件２に変更した以外は、比較例１と同様の方法で、射出成形品を作
製した。
【００７２】
＜比較例３＞
　成形条件１を成形条件３に変更した以外は、比較例１と同様の方法で、射出成形品を作
製した。
［成形条件３］
　金型温度を１４０℃に変更した以外は成形条件１と同様の条件
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【００７３】
＜評価＞
　実施例１～５及び比較例１～３の製造方法で作製した射出成形品について、Ｘ線回折法
を用いた相対結晶化度、バリ長さの評価、生産性の評価を行った。
【００７４】
［相対結晶化度の評価］
　先ず、実施例の射出成形品及び比較例の射出成形品の結晶化度をＸ線回折法により測定
した。比較例３の結晶化度を１００として、実施例１～５の射出成形品、比較例１～２の
射出成形品の相対結晶化度を算出した。
【００７５】
　なお、Ｘ線回折法による結晶化度の測定は、広角Ｘ線回折（反射法）を用いて行なった
。具体的には、Ｒｕｌａｎｄ法により結晶化度を求めた。
【００７６】
［バリ長さの評価］
　バリ長さは、幅４０ｍｍ×長さ４０ｍｍ×厚さ１ｍｍの平板成形品（上記実施例１～５
、比較例１～３で得られた射出成形品）を用い、成形品周囲４辺に発生するバリ長さを写
像投影機にて拡大して測定し、その最大値をバリ長さとした。測定結果を表１に示した。
【００７７】
［生産性の評価］
　上記の条件と同様の条件で、実施例、比較例の平板成形品を連続成形した。１０００シ
ョットごとに、金型キャビティの摩耗の有無を目視により確認した。金型キャビティの摩
耗が最初に確認されたショット数を表１に示した。
【表１】

【００７８】
　表１の結果から明らかなように、実施例１から５は、充分な結晶化度を備えつつ、成形
の際のバリの発生量を抑えることができる。また、実施例１から５は、金型温度が１００
℃以下であるため、金型の温度調整を水で行うことができた。
【００７９】
　実施例１から５と比較例３の結果から明らかなように、本願発明の製造方法によれば、
金型温度が１４０℃の場合と同程度まで結晶化度を高めることができる。この結果は、本
願発明の製造方法によれば、金型温度が１００℃以下の条件であっても、金型温度が１４
０℃の場合と同程度まで結晶化度を高めることができることを示す。
【符号の説明】
【００８０】
　１　　　　　金型
　１０、１１　分割金型
　１２　　　　キャビティ
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　１３、１４　分割金型合わせ面
　２　　　　　断熱層
　３　　　　　ＰＡＳ系樹脂組成物

【図１】 【図２】
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